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Esta invención se refiere a mejoras en marcos !
de conductores para su uso en combinación con disposi- '! ¡

) tivos de circuitos semiconductores o integrados para sis-'
)

temas electrónicos y más particularmente se refiere a un i 
método mejorado de fabricar tales marcos de conductores.

El desarrollo de los dispositivos de circuitos 
integrados en forma de pequeñas obleas o fragmentos ha 
representado un importante avance en la técnica electró­
nica debido a su capacidad para dar variados y complica­
dos circuitos conteniendo una multiplicidad de elementos 
que incluyen semiconductores, resistencias, condensado­
res etc., en unidades extremadamente pequeñas. Sin embar­
go, con su pequeño tamaño y complejidad surgió el proble­
ma de empaquetar estos dispositivos en miniatura con otro 3 
componentes, particularmente con respecto a proporcionar 
trayectorias conductoras a sus numerosos puntostermina- 
les y a soportarlos apropiadamente en diferentes componen 
tes electrónicos. Un enfoque de este problema ha consis­
tido en crear un dispositivo llamado marco de conductores 
en esencia, un miembro rígido que soporta una pluralidad 
de alambres conductores en una disposición previamente or-L 
denada a la que podría conectarse el dispositivo de cir­
cuito semiconductor o integrado. Un objeto general de la 
presente invención es crear un marco de conductor mejo­
rado del tipo antes citado.

Otro objeto de esta invención es crear una gran 
pluralidad de marcos de conductores para dispositivos se­
miconductores que se conectan integralmente entre si en 
forma de tira, lo que les hace fáciles de manejar y trans­
portar y también particularmente adaptables para su uso
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en subsiguientes operaciones de fabricación automatiza­
da de componentes electrónicos.

Todavía otro objeto de la presente invención 
es crear un marco de conductores mejorado para disposi­
tivos semiconductores que tiene un alto grado de rendi­
miento eléctrico, es pequeHo y, no obstante, fuerte y 
duradero y, por tanto, capaz de soportar un dispositivo 
de circuito integrado con la rigidez apropiada.

Otro importante objeto de esta invención es 
crear un marco de conductores compuesto de un material 
metálico de base plano en forma de un marco de soporte 
y partes de conductores integrales y estrechas ordenadas 
según una disposición predeterminada y con una capa de un 
material conductor relativamente blando sobre cada parte 
de conductor que está retenida sobre ella por un enlace 
metalúrgico permanente, proporcionando asi medios para 
conectar estas partes de conductores a otros componentes 
con una calidad y una durabilidad inalcanzables hasta 
ahora en tales dispositivos.

Con el uso creciente de una amplia variedad de 
dispositivos semiconductores en los aparatos electrónicos 
de todos los tipos, ha surgido el problema de fabricar 
marcos de conductores del tipo antes citado en cantidades 
extremadamente grandes, al tiempo que se proporciona el 
necesario control de calidad dentro de los límites dimen­
sionales, metalúrgicos y eléctricos requeridos. Por consi- 
guíente, otro objeto de la presente invención es resolver 
este problema y crear un método único en su género para 
fabricar marcos de conductores que alcanza los objetivos - 
antes citados. Además, es objeto de esta invención crear
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un método que logra una gran velocidad de produooién j 
con un mínimo de consumo de tiempo y de mano de obra 
y que es particularmente adaptable a la automatización 
y, que, por tanto, proporciona una facilidad y econo­
mía de fabricación excepcionales.

Otro objeto específico de la presente inven­
ción es crear un método para fabricar marcos de conduc­
tores en grandes cantidades, en el que todos los marcos 
de conductores tienen la misma configuración predeter­
minada en planta, incluyendo una multiplicidad de alam­
bres conductores ordenados según una disposición pre­
determinada manteniendo todos los conductores una capa 
de un material metálico conductor en sus puntas para 
poder ser conectados fácilmente a los terminales de un 
dispositivo semiconductor, tal como un fragmento u oblea 
de circuito integrado.

Otro objeto de la presente invención es crear 
un método para fabricar una gran pluralidad de marcos de 
conductores de la misma configuración en una tira rela­
tivamente larga, en el que se ejecuta cada, operación 
del método mientras permanece intacta la tira. Asi, el 
producto final comprendiendo una gran pluralidad de mar­
cos de conductores puede ser enrollado en forma de bobi­
na apretada o carrete y mantenido en esta forma para su 
manipulación de transporte hasta su uso subsiguiente por 
el fabricante de componentes electrónicos.

Otro objeto de esta invención es crear un méto­
do para fabricar una gran pluralidad de marcos de conduc-L 
tores en forma de una laiga tira, que incluye operaciones 
para unir metalúrgicamente una capa de un material conduc

* . . . . . .  . ¡
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tor relativamente blando a la tira y luego enmascarar, 
atacar químicamente y estampar la tira de modo que las 
múltiples porciones de conductores de cada marco tengan 
una capa permanente y duradera de material conductor 
sobre sus puntas, la cual puede unirse a otros compo­
nentes electrónicos.

Otros objetos, ventajas y características de 
la presente invención se harán evidentes por la siguien 
te descripción detallada que se presenta en unión de 
los dibujos que se acompañan, en los que:

La figura 1 es una vista en perspectiva mostran 
do una pluralidad de marcos de conductores en forma de 
tira de acuerdo con la presente invención y enrollados 
en forma de un carrete compacto;

La figura 2 es una vista en planta fragmenta­
ria, a mayor escala, de una parte de la tira en carre­
te mostrando uno de los marcos de conductores de la 
misma;

La figura 3 es una vista a mayor escala en sec­
ción tomada a lo largo de la línea 3-3 de la figura 2;

La figura 4 es una vista a mayor escala en sec­
ción tomada a lo largo de la línea 4-4 de la figura2;

Las figuras 5-10 son vistas fragmentarias, a 
mayor escala, mostrando las operaciones del método pa­
ra f ornar un marco de conductores de acuerdo con la pre­
sente invención;

La figura 11 es una vista fragmentaria a esca­
la muy grande mostrando la parte central de un marco 
de condudtores con las partes terminales de los conduc­
tores;
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La figura 12 es una vista fragmentaria en seo- j 
ción tomada a lo largo de la línea 12-12 de la figura j
11. * ¡

!Las figuras 13-16 son vistas a mayor escala mos-i 
trando operaciones adicionales del método para fijar un 
substrato al marco de conductores de acuerdo con la pre­
sente invención;

} La figura 17 es una vista fragmentaria en alza­
do mostrando un marco de conductores fijado a un subs­
trato de acuerdo con la invención;

La figura 18 es una vista en sección tomada a lo 
largo de la línea 18-18 de la figura 17; y

La figura 19 es una vista en planta tomada a lo 
largo de la línea 19-19 de la figura 17.

Haciendo referenoia a los dibujos, la figura 2 
muestra un solo marco de conductores 20 que incorpora 
los principios de la presente invención, y que se utili­
za en componentes electrónicos y aparatos para soportar 
y proporcionar trayectorias conductoras de corriente eléc 
trica a un dispositivo semiconductor, tal como una oblea 
de circuito integrado. Esta particular configuración del 
marco de conductores tiene un perfil rectangular con 
partes integrales de barra extrema y lateral 22 y 24. 
Extendiéndose hacia adentro desde las partes extremas 
opuestas del marco exterior y en el mismo plano del mismo 
hay una pluralidad de partes paralelas y espaciadas lla­
madas conductores 26. Estos últimos pueden ser rectos o 
pueden estar doblados bajo diversos ángulos cerca de sus 
extremos dentro del marco y luego terminar en lugares es­
paciados en una disposición predeterminada, tal como la
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¡ disposición circular mostrada. Todo el marco de conduc-
¡ tores es esencialmente plano, estando el marco exterior
¡
! y las partes opuestas de los conductores de material con 

ductor en el mismo plano y teniendo sustancialmente el 
mismo grueso. Ha de entenderse que la configuración del 
marco de conductores mostrada en todos los dibujos es 

j para fines ilustrativos solamente y no ha de ser consi- 
! derada como limitativa del alcance de la invención.

Un material conductor del cual están formados 
el marco y sus partes de conductores, es una chapa metá­
lica semirrígida, pero flexible, tal como de acero. Esta 
chapa tiene un grueso uniforme, por ejemplo, en el mar­
gen de 0,10 milímetros a 0,25 milímetros, y, preferible­
mente, los conductores 26 están cubiertos con una capa 
de un metal que proporcionará resistencia a la corrosión, 
capacidad de unión, capacidad de soldadura y capacidad 
de obturación con otros materiales. Por ejemplo, puede 
aplicarse una capa de oro 28 de un espesor de 0,0025 a 
0,0075 milímetros, como se muestra en la figura 12. En 
las puntas 30 de todos los conductores de cada marco hay 
un pequeño depósito de aluminio o algún otro metal rela­
tivamente blando, que proporciona un medio de unión para 
un alambre conductor que se utilizará más tarde para in- 
terconeotar el marco de conductores con la oblea de cir­
cuito integrado. El grueso de este depósito de unión so­
bre cada punta de conductor puede variar de 0,0025 a 
0,0075 milímetros.

Para algunas aplicaciones, como se muestra en 
la figura 19) puede combinarse un marco de conductores 
20a con una unidad de substrato 22 que forma una base de
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montaje para los conductores 26 dentro del área de mar- ¡ 
oo. En este caso, los conductores de cada marco se unen ¡ 
firmemente a la unidad de substrato, que puede ser de 
cerámica o de plástico, tal como por medio de una capa ¡ 
de obturación 34 de frita de vidrio sobre su superficie 
superior. Cuando el marco de conductores es utilizado 
subsiguientemente por un fabricante de componentes elec­
trónicos, puede situarse una matriz de circuito inte­
grado sobre la unidad de substrato 32 y unirla a esta 
última, con los terminales de la matriz conectados a las 
puntas 30 de los conductores.

Una importante característica de esta invención 
ilustrada en la figura 1 es el hecho de que los marcos 
de conductores terminados 20 o 20a se mantienen en for­
ma de una tira relativamente larga que es suficiente­
mente flexible para permitir que sea enrollada en un 
carrete. Esto es muy ventajoso para los fabricantes de 
componentes electrónicos que utilizan tales marcos de 
conductores en grandes cantidades, ya que facilita en 
gran medida el uso de disposiciones de fabricación auto­
matizada cuando los marcos de conductores se combinan 
subsiguientemente con otros componentes electrónicos, 
o se incorporan en ellos en la fabricación de diversos 
aparatos electrónicos.

El singular método para producir los marcos de 
conductores terminados 20 en forma de carrete de acuer­
do con la presente invención puede describirse con refe­
rencia a las figuras 5-10. La primera operación de este 
método (figura 5) consiste en proporcionar una tira de 
material metálico 36 de una anchura uniforme y de un es-
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pesor que hace que sea semirrígida y suficientemente
! flexible para permitir su enrollamiento en un carrete.
I Se ha visto que, por diversas razones, una aleacción de 

soldadura de vidrio a metal, por ejemplo, ASTM No. 
F15-61T, proporciona una estructura de marco de base 
satisfactoria. Cuando se recibe en su forma bruta en 
carretes enrollados, se le somete al material entrante}j a una rigurosa inspección para asegurarse de su adapta-!

¡ ciÓn a las especificaciones dimensionales y de sus co­
rrectas propiedades físicas. Es particularmente esen­
cial verificar la combadura del material para ver que 
no excede de 1,6 milímetros por 914,5 milímetros de mo­
do que dicha combadura no provocará dificultades duran­
te la subsiguiente operación de estampación. Las especi-r 
ficaciones dimensionales pueden ser verificadas con el 
micròmetro y la combadura medida poniendo el material 
contra una regla y midiendo cualesquiera discrepancias.

Otra subetapa de la operación de preparar el 
material plano 36 en forma de tira flexible consiste en 
retirar de él cualesquiera contaminantes orgánicos y, 
por tanto, asegurar el depósito satisfactorio de metal 
en operaciones posteriores. Esta operación de desengra­
se puede realizarse enfilando el material enrollado a 
través de un cilindro de desengrase que contiene un va­
por de disolvente tal como vapor de tricloroetileno a 
35BC.

Otra operación preliminar de la preparación del 
material consiste en enderezarlo sobre un núcleo de ace­
ro de 152,4 milímetros de modo que sean lisos los lados 
enrollados. Esto asegura que la alineación de la bobina

- 9 -11.12.68



5

10

15

20

25

30

permanezca constante a medida que el material es desen-j 
rollado durante la subsiguiente operación de depósito dé
metal y que el deoÓsito de metal sea así consistentemen-¡
te centrado en sentido longitudinal sobre la tira de ma­
terial. Este enderezamiento puede realizarse introduclen! 
do la bobina desengrasada en una plantilla metálica y 
llevando los bucles desiguales a su sitio con un marti­
llo de caucho o

La siguiente o segunda operación importante de 
este método, como se muestra en la figura 6, consiste 
en depositar una capa uniforme relativamente delgada de 
un material conductor blando a todo lo largo del centro 
de la tira alargada 36 proporcionada en la primera ope­
ración. Más específicamente, la finalidad de esta opera­
ción es depositar este material conductor blando sobre 
la tira metálica flexible de modo que las puntas de las 
partes de conductores, que se formarán después, sean 
provistas de una superficie susceptible de unirse que 
hará posible que el marco de conductores sea conectado 
a otros componentes electrónicos, tales como una oblea 
o fragmento de circuito integrado.

Pueden emplearse diversos modos para aplicar la 
capa conductora blanda a una tira de material más duro, 
pero para conseguir el grueso correcto de esta capa con 
una unión duradera como la requerida para obtener un pro 
ducto superior, se utiliza un método de depósito al vapor 
de acuerdo con esta invención. Esta operación se realiza 
proveyendo primero a una unidad de una cámara de vacío 
que tiene un crisol precalentado al cual es alimentado 
el material conductor blando. Un material conductor blan-
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do satisfactorio que puede utilizarse es el aluminio, el 
cual puede vaporizarse y condensarse fácilmente sobre ls 
tira metálica a medida que esta última se mueve por en­
cima de él. La variación en la anchura de la tira de 
aluminio (designada por el ns 38) sobre la tira metáli­
ca flexible 36 se logra por medio de un enmascaramiento 
adecuado. Para lograr una unión excepcionalmente dura­
dera y permanente entre el aluminio y el material o me­
tal d.e base, unión que es esencial para obtener un pro­
ducto satisfactorio, se ha descubierto de acuerdo con es­
ta invención que tiene que conseguirse una unión meta­
lúrgica entre estos metales. La expresión "unión meta­
lúrgica" significa que la cara intermedia entre el ma­
terial conductor más blando, tal como aluminio, y el ma­
terial de base (el metal flexible) se convierte en una 
aleación real de estos dos metales. Para conseguir esta 
unión metalúrgica, se calienta la propia tira de base 36 
a medida que tiene lugar el depósito al vapor. Este ca­
lentamiento puede hacerse por medios adecuados, tales 
como un haz de electrones dirigido contra el material 
en forma de tira justo antes de que entre en la zona de 
depósito al vapor. El material en forma de tira se man­
tiene en este caso a una temperatura crítica de modo que 
su contenido de calor combinado con el calor de conden­
sación del material vaporizado que se está depositando 
hace que este último moje o fluya sobre el material de 
base. Por ejemplo, se ha encontrado para el aluminio que 
un material de base de ASTM NB. F15-61T deberá precalen­
tarse hasta una temperatura nominal de aproximadamente '
500BC.

11.12.68 - 11 -
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11.12

La velocidad de desplazamiento de la tira 36 
en la cámara de vacío durante esta operación de depósi­
to al vapor determina el grueso de la placa de aluminio 
aplicada a la tira. Este grueso puede variarse para 
adaptarse a diferentes situaciones, pero generalmente 
está en el margen de 0,0025 a 0,0075 milímetros. Otros 
factores que pueden afectar al grueso del material con­
ductor blando, tal como aluminio, aplicado durante la 
operación de depósito al vapor, son la cantidad de ca­
lor aplicada al crisol y el grado del vacío previsto en 
la cámara. Estas son variables interdependientes que 
afectan a la velocidad de la evaporación y, por tanto, 
a la velocidad de depósito de aluminio sobre la tira 
metálica flexible.

Aunque el depósito al vapor es una forma prefe­
rida de aplicar una capa condudtora relativamente blan­
da a la tira metálica flexible, podrían utilizarse tam­
bién para esta operación del método otros métodos con­
vencionales de chapeado o estratificación. Por ejemplo, 
puede utilizarse el chapeado convencional en el que un 
metal se lamina sobre otro metal. Sin embargo, esto no 
proporcionará la altamente deseable unión metalúrgica, 
y los resultados producidos por este método no son tan 
buenos como los producidos por el depósito al vapor. 
Otra ventaja de este método de depósito al vapor para 
recubrir la tira metálica flexible de manera óptima es 
que la estructura del grano del metal de base no resul­
ta afectada, excepto precisamente en la zona de la 
unión. Así, puede obtenerse una buena unión, al tiempo 
que todavía se retiene el metal de base en su forma

.68 12 -
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Desnuós de haberse completado la operación de 
recubrimiento, se inspecciona cuidadosamente la tira de 
recubrimiento 40 para asegurarse Re que se ha obtenido 
una unión apropiada con el grueso apropiedo de metal.
Se rechaza el metal do recubrimiento que ha sido chamus­
cado, quemado, contiene picaduras o no ce ha unido bien. 
El espesor del recubrimiento se verifica también con 
ayuda de medios adecuados, pero las faltas del recubri­
miento pueden detectarse visualmente o por medio de en­
sayos de adherencia y de calor.

1.a siguiente operación de este método para la 
fabricación de un marco de conductores, cono se muestra 
en la figura 7, consiste en perforar la tira de recubri­
miento 40 con arreglo a la disposición deseada del mar­
co de conductores. Esta operación se realiza haciendo pa-{- 
s-ar esta tira de material metálico flexible con su capa 
de aluminio a lo largo de su sena central a través de 
una estampa. Para lograr precisión y exactitud en marcos 
de conductores limpiamente cortados, so utiliza una ope­
ración de estampación progresiva. Así, al final de esta 
operación, como se muestra en la figura 8, la tira es 
ahora continuamente estampada con la configuración del 
-arco de conductores y una capa de aluminio se extiende 
a través de la parte central de cada marco de conductora; 
Después de la operación de estampación, se verifica prefí 
yibloncnte toda la tira de marcos de conductores por me­
dio Re un comparador óptico para exactitud dimensional, 
y una vez rebobinada, la tira está lista para la opera-' 
ción siguiente. 3i cualesquiera partes de una tira tiener
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marcos de conductores impropiamente formados de cual­
quiera manera, estos pueden recortarse y los extremos 
pueden soldarse por puntos entre sí de modo que pueda 
mantenerse una tira continua larga.

Antes de la operación siguiente, es preferible 
en este punto que la tira estampada y recubierta de mar 
eos de conductores parcialmente formados sea desengrasa­
da otra vez para retirar cualquier material contaminante 
que pueda haberse acumulado y preparar la tira para su 
enmascaramiento.

Como se muestra en la figura 8, la operación 
siguiente de este método consisto en enmascarar partes dé 
la tira con un material adecuado para preparar la tira 
para la retirada del recubrimiento de aluminio de zonas 
en las que no se necesita en el producto final. Así, la 
finalidad del enmascaramiento, indicado por el número 42 

es proteger e impedir la retirada del recubrimiento de 
aluminio de las puntas de los conductores de cada m..rco 
durante un proceso de ataque químico que retira el alumi­
nio restante, y otra finalidad es proteger el recubrimiei 
to de aluminio durante una operación de chapeado con oro 
Esta operación de enmascaramiento, en los narcos de con­
ductores, puede hacerse a mano aplicando un material tal 
como vinilo líquido a las zonas deseadas que han de pro­
tegerse durante las operaciones de ataque químico y de c 
peado. Sin embargo, puede hacerse también mediante un prc 
ceso continuo poniendo el rollo de marcos de conductores 
entre máscaras metálicas enrolladas y enfilándolos a tra­
vés de rodillos, al tiempo que se las hace pasar bajo una 
pistola de pulverización de vinilo, emparedándose los mar
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eos de conductores entre las dos máscaras. Por ejemplo, 
una máscara superior permite que el material de enmasca­
ramiento cubra solamente las nonas del recubrimiento que 
han de permanecer en el producto acabado (es decir, las 
puntas de los conductores). Una máscara inferior propor­
ciona un soporte protector para los conductores frágiles 
e impide una aplicación insuficiente de material pulveri 

} zado, al tiempo que es lo bastante robusta como para 
j ser sometida a una tracción imperativa. Después de pasar 
bajo una pistola de pulverización, las dos máscaras y el 
rollo de marcos de conductores se separan iimicdiatámente 
y los marcos de conductores pasan a través de una estufa 
de secado de rayos infrarrojos a aproximadamente 852c.
Esto último proporciona medios .ra curar el vinilo a una
velocidad que controla cualesquiera 
tender a formarse en la máscara. La

picaduras que puedan 
máscara superior es

hecha pasar a través 
da automáticamente,

de un depósito de acetona y es lava- 
siendo así limpiada continuamente an-

ebobinada. Pueden utilizarse diversos tipos d3
material de enmascaramiento durante e ja operación. pero
se prefiere que se emplee y mezcle con un reductor en una 
relación de dos a tres un material de composición viníli-
ca de un tipo adecuado disponible en el comercio.

En la operación inmediata de este método se re­
tira el recubrimiento de aluminio no deseado mediante un 
proceso de ataque químico, os decir, se retira todo el 
aluminio de la tira metálica distinto del aluminio de las 
puntas de los conductores. Para llevar a cabo esta opera­
ción del método, -(figura 9) el rollo de marcos de conduc—
tores estampados enmascarados y con punta de aluminio pue-

11.12.68 15 -
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de sor enfilado a través de rodillos y pasado a travo 
de un depósito de ataque químico que contiene hidréxido 
sódico a una temperatura de 71-S2SC, aunque se somete 
preferiblemente a vibraciones ultrasónicas. A medida que 
la tira de marcos de conductores estampados sale del de-¡ 
pósito de ataque químico, es lavada en agua corriente 
para retirar el material de ataque químico y también en 
agua desionisada para impedir un depósito de calcio u 
otro residuo que tiende a formar lo que comúnmente se 
conoce per puntos de agua. La tira es h,cha pasar después 
preferiblemente a través de baños de ácido sulfúrico 
diluido, agua corriente, agua desionisada, alcohol y una 
estufa do secado a 37-C antes de ser rebobinada.

Para producir una tira de marcos de conductores 
en la que se retira completamente el aluminio, así como 
los otros materiales contaminantes o depósitos de calcio 
puede variarse la velocidad de la tira que está siendo
tratada por estos agentes, así como el factor pH del 
ácido y el hidróxido.y la temperatura de la estufa de se­
cado. El uso de vibraciones ultrasónicas en el depósito 
de ataque químico puede aumentar también el rendimiento 
del ataque químico.

La operación inmediata de este método para for­
mar una tira continua de marcos de conductor es chapear 
con oro partes de la superficie de cada uno de los marco:: 
de conductores en la tira continua. Este chapeado propor­
ciona a los conductores un revestimiento resistente a la 
corrosión que puede soldarse en sus extremos opuestos a 
los extremos con punto, de aluminio y también a una super­
ficie que puede soldarse con vidrio y que es muy conducto
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ra eléctricamente. El chapeado real del o* at erial de oro 
puede realizarse electrolíticamente por medios convenciot 
nales y como en las operaciones* anteriores, este chapea­
do se realiza en la presente invención continuamente a 
lo largo de la tira haciéndola pasar a través del halo clqc 
trolítico. Como las puntas de los conductores de cala ma^ 
co están todavía cubiertas con el material de enmascara­
miento, no so aplica oro en estos lugares.

Antes do la aplicación del chapeado de oro, pue­
de aplicarse una capa de niquelado a los narcos de conduc 
toros haciendo pasar la primera tira a través de un bailo 
electrolítico de níquel y luego a través de uno de oro.
Esta capa de niquelado sirve para mejorar la resistencia 
al calor del marco de conductores y reduce también el grue, 
se de la capa de oro requerido y, por tanto, el costo fi­
nal del marco de conductores. Otro método de reducir el 
coste consiste en enmascarar las partes del marco en que 
no es necesario el oro.

La operación inmediata de este método para fabri 
car narcos de conductores en una tira continua es la retí 
rada del ennascaramiento de vinilo de las puntas de alumi 
nio de los conductores del marco. Esto se realiza enfilan 
do el rollo de marcos de conductores a través de una serite 
de rodillos y a través de un depósito de acetona manteni­
da a temperatura ambiente mediante el uso de serpentines 
de refrigeración. El uso de ondas ultrasónicas en el de­
pósito acelera la disolución del vinilo por la acetona.
A medida que sale la tira de este depósito, pueden tomar­
se muestras para fines de control do calidad y so hacen 
pasar otra ves los marcos do conductores a través de una
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solución de cinco partes de agua por una parte de ácido 
sulfúrico para retirar cualquier película do vinilo res­
tante .

Como parto do la inspección do la tira enrolla­
da de marcos de conductores, el espesor del oro de los 
narcos puede ser medido por un instrumento adecuado y el
propio chapeado puede escudrinarse con un metalógrafc, 
marcándose las partes defectuosas y retirándolas nác tar­
de de modo que puedan empalmarse entre sí las partos res­
tantes de la tira.

El método de acuerdo con la presente invención, 
tal como se ha descrito hasta ahora, proporciona una plu­
ralidad -'.o marcos de conductores 20 en forma de carrete 
que pueden'venderse a diversos fabricantes de componente; 
electrónicos para su uso en diferentes formas de produ­
cir diversos paquetes de componentes. Para utilizar este 
marco de conductores particularmente útil en el subsi­
guiente montaje de ciertos componentes electrónico; ; 4?pue-
de conectarse una unidad de substrato 32 a cada marco de 
conductores mientras permanece todavía en forma do tira.
La finalidad de la unidad de substrato es proporcionar ui 
soporte de.base para los conductores del marco y para una 
oblea de circuito integrado que se fijará más tarde a éll 
y so conectará a las puntas de los conductores. La insta­
lación do un elemento de substrato en cada marco lo condu 
toros de mía tira larga que pueda mantenerse en fenaa de 
carrete, se realiza mediante una serio de operaciones adij- 
cionales del método que se describirán ahora en detalle 
en unión de las figuras 13 a 17.

En la primera operación adicional se proporción
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un gran número de miembros de substrato que pueden for­
marse a partir do un material no conductor y resistente 
al calor. Por ejemplo, puede utilizarse una cerámica, 
tal como oxido de aluminio, cortándose inicialmente ca­
da uno de tales miembros a la forma proyectada deseada.
El material cerámico de cada miembro de substrato tiene 
un espesor uniforme y está provisto preferiblemente de 
una zona rebajada centralmente situada en su superficie 
superior. Con la parte superior del substrato esta es­
tratificada una capa más delgada 34 de una frita de vi­
drio de baja temperatura. Esta última puede proveerse 
en forma de mía suspensión compuesta de un aglutinante 
con materiales de vidrio pulverulentos parcialmente fun­
didos ene pueden incluir materiales talos cono los álca­
lis, el ácido bórico y la cal con sálico u óxido de plo­
mo. Esta frita do vidrio puede aplicarse en forma semilí- 
quida por pintura. Se calienta después hasta una tempera­
tura por debajo de su nivel de vitrificación para formar 
un. esmalte que tiene un espesor uniforme (por ejemplo, d^ 
0,127 mm) en la superficie del material de substrato.

En la operación siguiente adicional de esta in 
vención, las unidades de substrato 32, descritas anterio 
monte, se sitúan dentro de mi marco 20 de conductores de 
nodo que los extremos de los conductores 26 se extiendan 
hacia adentro más allá de sus bordes. Como se muestra en 
la figura 15, el substrato se calienta otra vez de modo 
que la frita de vidrio se vuelva blanda y viscosa. En 
oste punto se aplica presión a los conductores del marco 
de conductores haciéndolos que se hundan en la frita y 
que queden unidos a ella (figura 16). los conductores pu4
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den mantenerse mediante una prensa adecuada 44 en-±a po­
sición de unión durante un periodo de tiempo suficiente 
para lograr la resistencia deseada de la unión. Este pe­
riodo de quietud y la presión aplicada pueden variar paró, 
diferentes compuestos de la frita y diferentes configura 
ciones de los marcos de conductores, así como para otros 
factores.

La operación antes mencionada de unir los con­
ductores 26 al substrato se realisa para cada marco de 
conductores mientras permanecen integralmente conectados 
en forma de tira como en todas las operaciones anteriore¡j: 
del método de esta invención. Así, la tira de marcos de 
conductores con un substrato fijado a cada uno de ellos 
puede mantenerse y transportarse en forma de carrete par. 
su uso por los fabricantes de componentes electrónicos.

Como se muestra en la figura 19, cuando se uti­
lizan marcos de conductores completos por un fabricante 
de componentes, puede ponerse fácilmente una oblea de ci^ 
cuito integrado dentro del rebajo del substrato y luego 
unirse a la capa de frita de vidrio recalentando la uni­
dad. La flexibilidad en la adaptación de este marco de 
conductores a una amplia diversidad de dispositivos se­
miconductores y el notable ahorro de tiempo, mano de obr¡ 
y coste global proporcionados por el método de esta in­
vención para hacer tales marcos, han representado una im­
portante contribución a la técnica.

A los expertos en la materia a que se refiere es 
ta invención se les ocurrirán muchos cambios de construc­
ción y realizaciones y aplicaciones ampliamente diferen­
tes de la invención sin apartarse del espíritu y alcance
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de la invención. Los dibu.jos y la descripción de esta 
memoria son puramente ilustrativos y no se pretende que 
sean limitativos en sentido alguno.

Esta solicitud que corresponde a la presentada 
en Estados Unidos de America con fecha 9 de noviembre 
de 1966, bajo el N2 593.145 se acoge a los beneficios 
del artículo 51 del vigente estatuto sobre Propiedad 
Industrial.

N O T A

1 6

Los puntos de invención propia y nueva que se 
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa­
tente de Invención en España, por VEINTE años, son los 
siguientes:

1 Un método para hacer una multiplicidad de 
marcos de conductores para su uso en combinación con
dispositivos semiconductores en forma de una tira lar­
ga flexible y enrollable, comprendiendo dicho método las
operaciones de proporcionar una tira alargada de material, 
de chapa metálica flexible con una anchura y un espesor
uniformes, depositar al vapor una tira más estrecha de 
una capa uniforme relativamente delgada de material con­
ductor a todo lo largo de un lado de dicha tira; retirar 
partes de dicha tira de material a intervalos de la misme 
para producir un modelo repetitivo de marco de conductoras 
que tiene secciones de marco integrales con partes de con 
ductores espaciadas que se extienden dentro de cada sec-

. 6 8 21  -

POOR
QUALITY



5

10

15

20

25

30

180
ción de marco y que terminan en partes de punta dentro 
de dicha capa de material conductor.

2. - Un método según la reivindicación 1, que 
incluye las operaciones adicionales de enmascarar partes 
predeterminadas de la tira metálica flexible que incluyen 
dichas partes de puntas de conductores de cada sección de 
marco, retirar todo el material conductor depositado a 1c 
largo de la tira de base, excepto de las partes enmasca­
radas que incluyen las partes de puntas de conductores 
dentro de cada sección do marco; y retirar el material
de enmascaramiento de la tira metálica flexible dejando 
cada sección de marco con material conductor de unión 
en las partea de puntas de los conductores.

3. - Un método según la reivindicación 1, que 
incluye la operación de chapear la tira metálica flexible 
con un material conductor resistente a la corrosión antes
de la retirada del material de enmascaramiento.

4.- Un método según la reivindicación 3, en el 
que la operación de chapeado comprende hacer pasar la tira 
enmascarada de material flexible a través de un primer 
baño electrolítico de níquel y luego a través de un según, 
do baño electrolítico de oro para formar una capa compues­
ta sobre las partes de los conductores de cada marco de
conductores.

5.- Un método según la reivindicación 1, en el 
que la operación de depósito al vapor comprende calentar 
una recorva de material conductor blando hasta cu tempera­
tura de vapor en una cámara de vacío; calentar la tira me­
tálica flexible de modo que su contenido de calor combina­
do con el calor de condensación del material vaporizado que
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ce está depositando, hace que cote último mo jA o fluya so. 
bre la tira metálica flexible; hacer pasar dicha tira me­
tálica flexible a través del vapor; y permitir que dicha 
tira metálica flexible y el material conductor depositado 
ce enfríen antes de robebinar dicha tira en forma de un 
rollo.

6. - Un método soqún la reivindicación 2, que in­
cluye la operación de unir una unidad do substrato a las 
partes de conductores de cada sección de narco.

7. - Un método serán la reivindicación 6, en el 
que la última operación comprende disponer una pluralidad 
do unidades de substrato, cada una de las cuales tiene 
una capa superior de material de unión no conductor; situs 
una unidad de substrato citada dentro de cada sección de 
marco de conductores citada de modo que los extremos de 
las partes de conductores estén situados directamente 
por encima de dicha capa de material de unión de la unidad 
de substrato; y oprimir dichas partes de conductores den­
tro de dicho material de unión.

8. - Un método seyún la reivindicación 6, en el qt 
la última operación comprende disponer una pluralidad de 
unidades de substrato, cada Lina de las cuales tiene una 
capa superior de una frita de vidrio de baja temperatura; 
situar una unidad de substrato citada dentro de cada maree 
de conductores citado, de modo que las partes extremas de 
los conductores están situadas directamente por encima de 
la frita de vidrio de dicha unidad de substrato; calentar 
dicha unidad de substrato hasta que dicha frita de vidrio 
os viscosa, pero por debajo de su temperatura de vitrifi­
cación; oprimir las partes extremas de los conductores

- 23 -

. p *

QUAUTY



\J1

en dicha frita; y enfriar dicha unidad de substrato.
3.- Un método para hacer una multiplicidad de 

marcos de conductores para su uso en combinación con dis­
positivos semiconductores.

ial y como so ha descrito en la Henoria que ante' 
cede, representado en el dibujo que se acompaña, y con 
los fines que so han especificado.

bsta Llenoria consta de veinticuatro hojas escri­
tas a máquina por una sola cara.

!!
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